
 

 

 

 

 

 

Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung SSP 2023 
 

Call for Papers 

Die veranstaltenden Institute laden dazu ein, wissenschaftliche Beträge einzureichen. Diese 

sollen Methoden, Strategien und Verfahren thematisieren, die es ermöglichen, 

Produktentwicklungsprozesse zu vernetzen, digitale Werkzeuge zu integrieren und die 

Potenziale neuer Technologien und Werkstoffe optimal auszuschöpfen. Beiträge, die dabei auch 

die Auswirkungen der Corona-Krise reflektieren, sind sehr willkommen. 

Alle Beiträge durchlaufen einen zweistufigen Peer-Review-Prozess (double-blind review). Full 

Papers werden online veröffentlicht (Open Access). Das SSP ist bei Scopus angenommen und die 

Beiträge werden dort gelistet. 

Autorinnen und Autoren werden gebeten, Beiträge in den folgenden Kategorien 

einzureichen: 

• Adaptive Bedienung für automatisiertes Fahren 

• Advanced Systems Engineering (ASE) / Model-Based Systems Engineering 
• Agile Produktentwicklung 
• Design-Technik-Konvergenz 

• Digital Engineering 
• Innovations- und Technologiemanagement 

• Konstruktionsmethodiken 
• Leichtbau in der Produktentwicklung 

• Nachhaltige Produktentwicklung 
• Nutzerzentriertes Design 

• Produktkomplexität 
• Wissensmanagement in der Produktentwicklung 
• Zuverlässige Produktentwicklung 

 
Beiträge können nach Registrierung im Konferenz-Management-System in Form eines Abstracts 

(zwei DIN A4-Seiten inkl. Bilder und Quellenangaben) eingereicht werden. Hierzu ist die offizielle 

Vorlage (Abstract) zu nutzen.  

Die Deadline für die Einreichung des Abstracts ist der 28. Oktober 2022. 

 

Review der Abstracts 

Nach Abschluss des Review-Prozesses auf Grundlage der Abstracts werden die Autoren am 9. 

Dezember 2022 über die Annahme informiert. 

https://www.conftool.pro/ssp2023/
https://iao.vorschau.ws.fraunhofer.de/content/dam/iao/images/veranstaltungen/ssp-2023/SSP-2023-template-abstract.docx


 

Full Paper 

Zum Erstellen des druckfertigen Beitrags ist unbedingt die offizielle Vorlage (Fullpaper) zu 

nutzen. Der Beitrag muss spätestens am 20. Januar 2023 über das Konferenz-Management-

System eingereicht werden. Jeder Beitrag sollte einen Umfang von maximal zwölf Seiten 

inklusive Bildern und Quellenangaben aufweisen, die Anzahl der Seiten muss gerade sein. 

 

Finaler Upload (Full Paper) 

Nach Mitteilung der Review-Ergebnisse erhalten alle Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, 

notwendige Änderungen in ihr Dokument einzuarbeiten. Die druckfertigen Beiträge sind bis 

spätestens 19. April 2023 über das Konferenz-Management-System hochzuladen. 

 

Konferenzsprache 

Die offizielle Konferenzsprache ist Deutsch. Englischsprachige Beiträge sind ebenfalls 

willkommen. 

 

Best Paper Award 

Der beste Beitrag wird ausgezeichnet und die Verfasserin oder der Verfasser erhält die 

Möglichkeit, diesen im Plenum vorzutragen. 

 

Wichtige Links 

• Paper Submission über das Konferenz-Management-System 
(Das Programm wird vor der Veranstaltung dort veröffentlicht.) 

• Publication Ethics (.pdf) 

 

Anmeldeschluss 

Allgemeiner Anmeldeschluss: 18. Mai 2023 

Anmeldeschluss für Autorinnen und Autoren: 20. Januar 2023 

 

Konferenz-Deadlines im Überblick 

Einreichung des Abstracts:    bis 28. Oktober 2022 

Benachrichtigung über Abstract-Annahme:  9. Dezember 2022 

Einreichung des Full Papers:    bis 20. Januar 2023 

Benachrichtigung über Full-Paper-Annahme:  3. April 2023 

Kostenlose Stornierung bei Ablehnung:  bis 10. April 2023 

Deadline Druckupload Endfassung:   19. April 2023 

https://iao.vorschau.ws.fraunhofer.de/content/dam/iao/images/veranstaltungen/ssp-2023/SSP-2023-template-fullpaper_maxzwoelfseitig.docx
https://www.conftool.pro/ssp2023/
https://www.conftool.pro/ssp2023/
https://www.conftool.pro/ssp2023/
https://iao.vorschau.ws.fraunhofer.de/content/dam/iao/images/veranstaltungen/ssp-2023/SSP2023-publications-ethics-and-malpractice-statement.pdf

